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10 TECHNOLOGIE-SOUVERANITAT DURCH EUROPA-
ISCHE GESETZGEBUNG? — DER ENTWURF DES
NEUEN EU CHIPS ACT UND SEIN REGULATORI-
SCHES UND POLITISCHES FRAMEWORK

Dennis-Kenji Kipker*

Halbleiter sind das Riickgrat der Digitalwirtschaft — zu diesem Ergebnis ist
auch die EU gelangt. Das Thema digitale Souverdnitit wird mit Sicherheit
eine der Schliisselfragen der 2020er-Jahre, ist jedoch mehr und mehr vom
Funktionieren weltweiter Lieferketten abhingig — und in einer Zeit wach-
sender politischer Spannungen und Unsicherheiten mit erheblichen Heraus-
forderungen verbunden. 22 européische Mitgliedstaaten haben daher bereits
im Dezember 2020 eine gemeinsame Erkldrung unterzeichnet, in der sie ih-
ren Wunsch nach Zusammenarbeit in der européischen Technologieentwick-
lung bekriftigt haben.

Wie stark heutige Fertigungs- und Lieferprozesse auf weltweite Stabili-
tit angewiesen sind, hat unldngst die Corona-Pandemie gezeigt — Unfille
auf wichtigen Handelsrouten, politische Konflikte und Kriege sorgten und
sorgen ebenfalls fiir Probleme. Als Beispiel hat etwa die EU-Kommission
die in einigen Mitgliedstaaten erheblichen Produktionskiirzungen in der
Automobilindustrie im vergangenen Jahr angefiihrt, die vor allem auf den
Mangel von Halbleitern aus Fernost zurtickzufithren waren. Dies belegt ein-
driicklich, wie die Wettbewerbsfihigkeit, Resilienz und weitere Digitalisie-
rung des europiischen Binnenmarktes in erheblicher Weise von der Halblei-
terentwicklung abhéangig sind.

10.1 Mehr als ein Gesetz

Mit dem EU Chips Act wird in Zukunft anvisiert, die Ziele der europdischen
digitalpolitischen Strategie umzusetzen. Das bedeutet unter anderem, dass
die EU bis zum Jahr 2030 {iber einen globalen Marktanteil von 20 % in der
Halbleiterfertigung verfiigen will. Dieses Ziel lasst sich nicht durch eine ein-
zelne rechtliche Regulierung erzielen, sondern erfordert umfassende Inves-
titionen. neue Regularien sowie erhebliche Umstrukturierungspliane fiir die
europaische Digitalwirtschaft, weshalb der EU Chips Act nur einen — wohl

* Mehr iiber den Autor erfahren Sie im Autor:innenhinweis auf S.224ff. Anm.d. Hrsg.:
Der Beitrag wurde zuerst in der kes Ausgabe 2/2022 verdffentlicht. Die Zweitverdifent-
lichung hier erfolgt mit freundlicher Zustimmung der DATAKONTEXT GmbH.
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10 Technologie-Souverdnitit durch européische Gesetzgebung?

aber den Hauptbestandteil — eines umfassenderen Rahmenwerks bilden
wird.! das sich aus den folgenden Komponenten zusammensetzt:

a Chips Act for Europe?

a Regulation establishing a framework of measures for strengthening
Europe’s semiconductor ecosystem (Chips Act) including Annex I: Ac-
tions — Technical description of the Initiative: scope of actions, Annex II:
Measurable Indicators to Monitor the Implementation and to Report on
the Progress of the Initiative Towards the Achievement of its Objectives,
and Annex IIT: Synergies with Union Programmes®

a Council Regulation amending Regulation (EU) 2021/2085 establishing
the Joint Undertakings under Horizon Europe, as regards the Chips Joint
Undertaking®

Commission Recommendation on a common Union toolbox to address

semiconductor shortages and an EU mechanism for monitoring the semi-
conductor ecosystem.”

10.2 Sofortmafinahmen

Die ,,Common Union Toolbox™ liefert dabei erste operative MaBnahmen
schon vor Inkrafttreten des Chips Act. Sie verfolgt das Ziel, eine rasche.
wirksame und koordinierte Reaktion der EU auf die derzeitigen Liefereng-
passe bei Halbleitern und auf kiinftige dhnliche Fille zu ermdéglichen. indem

1

[3%)

European Commission, European Chips Act: Communication, Regulation, Joint Under-
taking and Recommendation, Uberblicksbeitrag, Februar 2022, https:/digital-strategy.
ec.europa.euw/en/library/european-chips-act-communication-regulation-joint-underta
king-and- recommendation.

Europdische Kommission, Ein Chip-Gesetz fiir Europa, Mitteilung der Kommission
an das Europdische Parlament, den Rat, den Europiischen Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss und den Ausschuss der Regionen, Februar 2022, https://ec.europa.eu/newsroom/
dae/redirection/document/83088.

European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of
the Council establishing a framework of measures for strengthening Europe’s semicon-
ductor ecosystem (Chips Act), Februar 2022, hitps://ec.curopa.eu/newsroom/dae/redirec
tion/document/83090 — nebst Anhéingen https://ec.curopa.cu/ newsroom/dae/redirection/
document/8§3084.

Europiische Kommission, Vorschlag fiir eine Verordnung des Rates zur Anderung der
Verordnung (EU) 2021/2085 zur Griindung der Gemeinsamen Unternechmen im Rahmen
von ,.Horizont Europa® hinsichtlich des Gemeinsamen Unternehmens fiir Chips, Februar
2022, hitps://ec.europa.ecu/newsroom/dae/redirection/document/83089.

Europédische Kommission, Empfehlung der Kommission (...) iiber ein gemeinsames In-
strumentarium der Union zur Behebung von Lieferengpéssen bei Halbleitern und einen
EU-Mechanismus zur Uberwachung des Halbleiter-Okosystems, Februar 2022, https://
ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/83093.
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10.2 SofortmafBnahmen

ein Uberwachungsmechanismus durch eine europiische Expert:innengruppe
fiir Halbleiter aktiviert wird.

Dazu gehort allem voran eine aktive Zusammenarbeit der Mitgliedstaa-
ten, um Informationen iiber den aktuellen Stand der Halbleiterkrise auf
den jeweiligen nationalen Mirkten auszutauschen — entsprechend sind
von Unternehmensverbdnden beziehungsweise von einzelnen Halblei-
ter- oder Geriteherstellern Informationen tiber deren Liefervermdgen ein-
zuholen. Uberdies umfasst die Risikobewertung die Erfassung geeigneter
Frithwarnindikatoren mit Blick auf Stérungen der Halbleiter-Lieferkette.

Ahnlich wie schon in den vergangenen Jahren fiir die kritischen Infrastruk-
turen wird den Mitgliedstaaten vorgeschlagen. die wichtigsten Kategorien
von Halbleiteranwendern zu ermitteln — besonders auch solche aus kriti-
schen Sektoren. Dazu werden einschligige Interessenverbiande, einschlief3-
lich Branchen- und Industrieverbdnde, und Vertreter der wichtigsten An-
wenderkategorien dazu aufgefordert, Informationen zu folgenden Punkten
zu iibermitteln, welche die Mitgliedstaaten fiir eine Meldung an die EU-
Kommission nutzen kénnen:

» ungewdohnliche Nachfragesteigerungen

* bekannte Stérungen der Lieferketten

* Nichtverfiigbarkeit wichtiger Halbleiter oder Rohstoffe
» iiberdurchschnittlich lange Vorlaufzeiten

* Lieferverzdgerungen

» auflergewdhnliche Preissteigerungen.

Entsprechende kurzfristige KrisenreaktionsmafBnahmen mit Blick auf die
strategische Halbleiterversorgung in der EU kénnen gemal der Kommissi-
onsempfehlung Folgendes umfassen:

* Dialog mit Herstellern: Vorrang fiir krisenrelevante Produkte, um die
Betriebskontinuitit von kritischen Sektoren zu gew#hrleisten

» Erteilung eines Mandats an die EU-Kommission, damit diese als zenfrale
Beschaffimgsstelle im Namen von zwei oder mehr Mitgliedstaaten bei der
Vergabe 6ffentlicher Auftrage fiir krisenrelevante Produkte fiir bestimmte
kritische Sektoren titig wird

» Ausfuhrkontrolle von krisenrelevanten Produkten

* Aufnahme von keordinierten Konsultationen oder Zusammenarbeit mit
Drittlindern, um kooperative Losungen zur Bewiltigung von Unterbre-
chungen der Lieferkette zu finden.

Der vorldufige Charakter dieser Empfehlung der EU-Kommission wird
durch die entsprechende Bestimmung im Dokument deutlich. dass die Emp-

131



10 Technologie-Souverdnitit durch européische Gesetzgebung?

fehlung nach Inkrafttreten des EU Chips Act aufgehoben werden kann —
gleichzeitig verdeutlicht dies aber auch die schon gegenwirtige Relevanz
des Themas, indem die EU-Kommission von einer fortdauernden ..Halblei-
terkrise® spricht. Deshalb bilden die zuvor in der ,.,Toolbox* beschriebenen
MaBnahmen einen Weg, um bereits jetzt kurzfristig zu reagieren, ohne den
weiteren zeitlichen Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens des EU Chips Act
abwarten zu miissen.

Mittelfristig verfolgt die européische Strategie den Ansatz, die Fertigungs-
und Entwicklungskapazititen innerhalb der EU zu stirken. um durch
verbesserte Technologie-Souverénitit ein hoheres Maf an Resilienz zu
gewihrleisten. Das langfristige politische Ziel der EU-Kommission liegt in
der Ubernahme der technologischen Fiihrungsrolle im Halbleitersegment
und der damit verbundenen wirtschaftlichen Souverénitat im globalen Rah-
men. Diese Entwicklung wird durch eine umfassende finanzielle Férderung
der EU zur Halbleiterentwicklung im Rahmen der sogenannten ,,Chips for
Europe®-Initiative (s.u.) und des ,,EU Chips Fund™ unterstiitzt und adres-
siert vor allem die Bereiche High Performance Computing. kiinstliche Intel-
ligenz und Cybersecurity.

10.3 Zentrale Definitionen

Der inklusive der Begriindung und haushaltsrechtlicher Rahmenbedingun-
gen insgesamt 101 Seiten lange Entwurf des EU Chips Act lasst sich mit
seinen Vorgaben in diese europdische Gesamtstrategie einordnen und gibt so
gesehen vertiefend und strategisch langfristig die Vorgaben der aktuell gel-
tenden europaischen Toolbox zur Uberwachung des Halbleiter-Okosystems
wieder. Daher finden sich hier an verschiedenen Stellen teils auch inhaltli-
che Uberschneidungen.

Zu Beginn des Gesetzes werden in Kap. 1, Art.2 zentrale und teils weit ge-
fasste Begriffsdefinitionen aufgefiihrt, von denen an dieser Stelle einige
aufgefiihrt werden sollen:

* Halbleiter: Material., entweder elementar, wie Silizium, oder eine Ver-
bindung wie Siliziumkarbid, dessen elektrische Leitfahigkeit verdndert
werden kann — oder ein Bauteil, das aus einer Reihe von Schichten aus
halbleitenden, isolierenden und leitenden Materialen besteht, die nach ei-
nem vorgegebenen Muster angeordnet sind. und das dazu bestimmt ist,
genau definierte elektronische oder photonische Funktionen oder beides
zu erfiillen

* Chip: elektronisches Bauelement, das verschiedene Funktionselemente
auf einem einzigen Stiick Halbleitermaterial umfasst — typischerweise in
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10.4 Chips for Europe

Form von Speicher-, Logik-, Prozessor- und Analoggeriten —, auch als
~integrierte Schaltung™ bezeichnet

Halbleiter-Lieferkette: System von Tatigkeiten, Organisationen, Akteu-
ren. Technologie, Informationen, Ressourcen und Dienstleistungen. die
an der Produktion von Halbleitern beteiligt sind. einschlieBlich Rohstof-
fen, Fertigungsanlagen, Entwurf, Herstellung, Montage, Priifung und Ver-
packung

Halbleiter-Wertschopfungskette: Gesamtheit der Tétigkeiten im Zusam-
menhang mit einem Halbleiterprodukt von seiner Konzeption bis zu sei-
ner Endanwendung. einschliefilich Rohstoffen, Fertigungsanlagen. For-
schung, Entwurf, Herstellung, Priifung. Montage und Verpackung bis zur
Einbettung und Validierung in Endprodukten

Krisenrelevante Produkte: Halbleiter, Zwischenprodukte und Rohstoffe,
die zur Herstellung von Halbleitern oder Zwischenprodukten bendtigt
werden, die von der Halbleiterkrise betroffen oder von strategischer Be-
deutung fiir die Behebung der Halbleiterkrise oder ihrer wirtschaftlichen
Auswirkungen sind.

10.4 Chips for Europe

Das zweite Kapitel des Gesetzentwurfs definiert die Grundsatze der ,,Chips
for Europe*-Initiative. Hierzu gehdren neben dem zeitlichen Rahmen auch
die Ankniipfung an die Férderprogramme ,.Horizon Europe™ und ..Digital
Europe™. Art.4 legt mit den Zielen fest, dass Technologie zu entwickeln ist,
die weit liber den aktuellen Stand der Technik hinausgeht. Dazu werden fiinf
Zielsetzungen operationialisiert:

der Autbau fortgeschrittener, in der Breite angelegter Entwurfskapazititen
fiir integrierte Halbleitertechnologie,

die Verbesserung bestehender und Entwicklung neuer fortschrittlicher Pi-
lotlinien,

der Aufbau neuer Entwicklungskapazitiaten fiir Quanten-Chips,

der Aufbau eines Netzwerks von Kompetenzzentren fiir Halbleiter in der
EU und

die Einrichtung des ,,EU Chips Fund*, um besonders Start Ups, Scale Ups
und KMUs einen erleichterten Zugang zu Finanzierungsmdoglichkeiten zu
gewdhren.

Ein ,.European Chips Infrastructure Consortium®™ (ECIC) begleitet da-
bei die Durchfiihrung férderfihiger MaBnahmen und erstellt einen
jéhrlichen Tatigkeitsbericht (Art. 7). Die Einrichtung und die Aufgaben des
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10 Technologie-Souverdnitit durch européische Gesetzgebung?

europiischen Netzwerks von Kompetenzzentren fiir Halbleiter werden in
Art. 8 beschrieben — das umfasst unter anderem die Beschleunigung von
Entwicklungsprozessen. den Kompetenzaufbau, die Erleichterung des Wis-
senstransfers sowie die Entwicklung von Ausbildungskapazititen und eines
europiischen Talentpools zur Begegnung des Fachkriftemangels.

10.5 Schutz der Lieferkette

Kapitel 3 hat den Schutz der Halbleiter-Lieferkette zum Gegenstand und re-
gelt mit Art. 10 die Férderung von sogenannten ,.integrierten Produktions-
anlagen™ (Integrated Production Facilities) als ,.First-of-a-kind Facilities*™.
Darunter zu verstehen sind Industrieanlagen zur Halbleiterherstellung fiir
die gesamte Verarbeitung eines Halbleiterwafers sowie Zusammenbau und
Priifung jeder einzelnen integrierten Schaltung, die in der EU im Wesent-
lichen noch nicht vorhanden ist oder zu deren Bau man sich verpflichtet
hat und die unter anderem bessere Leistung, Prozessinnovation oder Ener-
gie- und Umweltleistung ermdglichen. Auf diese Weise sollen die integ-
rierten Produktionsanlagen einen Beitrag zur Versorgungssicherheit des
europiischen Binnenmarktes leisten.

Das Gesetz nennt einen Kriterienkatalog, welche Anforderungen eine in-
tegrierte Produktionsanlage erfiillen sollte. Hervorzuheben ist in diesem
Zusammenhang, dass eine integrierte Produktionsanlage garantiert, nicht
der extraterritorialen Anwendung von Gemeinwohlverpflichtungen von
Drittlindern in einer Weise unterworfen zu sein, welche die Versorgungssi-
cherheit kritischer Sektoren in der EU beeintrachtigt.

Art. 11 betrifft sogenannte ,,Open EU Foundries™: Diese sind ebenfalls
.First-of-a-kind Facilities in der EU, die Produktionskapazititen fiir
unabhingige Unternehmen bereitstellen und damit zur Versorgungssicher-
heit im Binnenmarkt beitragen. Auch hier werden verschiedene, von diesen
Unternehmen zu erfiillende Anforderungen benannt — unter anderem positi-
ve Auswirkungen auf die EU-Halbleiter-Wertschépfungskette oder die In-
vestition in Chips der ndchsten Generation.

Ein detailliertes Bewerbungs- und Anerkennungsverfahren mit Entschei-
dungshoheit der EU-Kommission fiir ,,Integrated Production Facilities™ und
..Open EU Foundries™ regelt Art. 12: Soweit Chip-Produktionsanlagen als
eine dieser Facilities anerkannt sind, dienen sie dem 6ffentlichen Interesse
und genieBen daher priorisierte Behandlung in den Mitgliedstaaten — bei-
spielsweise bei der Erteilung von Genehmigungen und zur Vereinfachung
sowie Beschleunigung von Administrativprozessen (Art. 14).



10.7 Gremien

10.6 Marktmonitoring und Krisenmanagement

Das vierte Kapitel der Entwurfsfassung des EU Chips Act trigt den Ti-
tel ,.Uberwachung und Krisenreaktion®. Neben der Foérderung und Ent-
wicklung eigener Produktionskapazititen im Halbleitersektor geht es
hier vorrangig darum, Versorgungsengpisse zeitnah festzustellen und
darauf schnell, angemessen und politisch sowie behdrdlich koordiniert
mitgliedstaateniibergreifend zu reagieren.

Hierzu wird in Art. 15 die regelmiBige Uberwachung der Halbleiter-Lie-
ferkette vorgeschrieben. Diese Uberwachung umfasst die Einbeziehung
von Frithwarnindikatoren (,.Union Risk Assessment™, Art. 16) sowie Nach-
frageschwankungen und Unterbrechungen der Lieferkette. Bei eingetrete-
ner Gefahrenlage sieht das Gesetz die Einberufung des ,.European Semi-
conductor Boards™ (,.Establishment and Tasks™ gem. Art.23) vor, um iiber
die koordinierte Beschaffung von Halbleiterprodukten zu entscheiden und
Losungen zur Unterbrechung der Lieferkette zu ermitteln. Zur mitgliedstaat-
lichen Uberwachungsaufgabe gehort gemiB Art. 17 ebenso. die wichtigsten
Marktteilnehmer entlang der Halbleiter-Lieferkette in ihrem Hoheitsgebiet
Zu ermitteln.

Art. 18 beschreibt die Aktivierung des ,.Krisenstadiums® durch die EU-
Kommission bei Vorliegen einer ,.Halbleiterkrise” — also den Fall, dass
schwerwiegende Stérungen in der Versorgung mit Halbleitern auftreten,
die zu erheblichen Engpassen fiihren und hierdurch kritische Sektoren und
die Wirtschaft erheblich negativ beeintrachtigen. Mit der Aktivierung des
Krisenstadiums gehen verschiedene weitere Mafnahmen einher, die gem.
Art. 19 Bestandteil der ,.Emergency Toolbox™ sind:

* Einholung von Informationen unter anderem tiber Produktionskapazititen
von Unternehmen (Art. 20, buBgeldbewehrt),

+ die Priorisierung von Auftrigen im Hinblick auf krisenrelevante Produkte
(Art. 21 und damit einhergehend grundsitzlich die Verpflichtung der Un-
ternehmen, Auftrige mit Priorititseinstufung anzunehmen) sowie

+ die mitgliedstaatlich-gemeinsame und durch die EU-Kommission koordi-
nierte Beschaffung von Halbleiterprodukten (Art.22).

10.7 Gremien

Governance-Strukturen und Bufigelder werden in den Kapiteln 5 und 6
bestimmt. Die Einrichtung und die Aufgaben des ..European Semiconduc-
tor Boards™ mit seiner Hauptberatungsaufgabe gegeniiber der EU-Kom-
mission richten sich nach den Art.23, 24 und 25. Das Board setzt sich aus
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10 Technologie-Souverdnitit durch européische Gesetzgebung?

Vertreter:innen der Mitgliedstaaten zusammen — den Vorsitz fiihrt ein EU-
Kommissionsvertreter und es hilt mindestens einmal jéhrlich eine ordent-
liche Sitzung ab. Als Beobachter kénnen beispielsweise Organisationen
eingeladen werden, die Interessen der Halbleiterindustrie vertreten, sowie
Forschungs- und Technologieorganisationen.

Gemal Art. 26 benennt jeder Mitgliedstaat mindestens eine fiir die Umset-
zung der Vorgaben aus dem EU Chips Act zustandige Behérde. Mit Blick
auf die Sanktionen und Bufigelder unterscheidet Art.28 zwischen einem
zahlenmiBig festgesetzten Bullgeld bis maximal 300000 € und einem ma-
ximalen prozentualen BuBigeld von 1,5 % des durchschnittlichen Tagesum-
satzes des vorangegangenen Geschiftsjahres eines Unternechmens. Geméah
Art. 33 wird die Arbeit der EU-Kommission von einem Halbleiterausschuss
(..Semiconductor Committee*) unterstiitzt.

10.8 Fazit und Ausblick

Auf den ersten Blick scheint der EU mit dem Chips-Act und seinem flankie-
renden Rahmenwerk ein sinnvoller Vorstoll gegliickt zu sein, um die techno-
logische Souveranitit im Halbleitersegment auf globalen Mérkten wieder-
herzustellen.

Kommission und europiischer Gesetzgeber legen einen abgestimmten
Katalog vor, der sich aus kurzfristigen SofortmafBnahmen, mittelfristigen
Monitoring-Komponenten inklusive einer Risikoanalyse und einer langfris-
tigen und strategischen (finanziellen) Chip-Férderung zusammensetzt. Auf
diese Weise werden wirtschaftliche Unterstiitzung, Informationsaustausch,
Regulierung und Uberwachung sowie mitgliedstaatliche und globale Ko-
operation in einer zentralen Frage der 2020er-Jahre zusammengefiihrt. Dies
zeigt ebenso, dass der Entwurf des EU Chips Act nicht bei der Halbleiterent-
wicklung und -fertigung endet, sondern in den ganzheitlichen europiischen
Rahmen zur strategischen Entwicklung digitaler Souveranitiat einzuordnen
ist — ein Thema, das zurzeit an vielen Fronten angegangen wird.

Nichtsdestotrotz wird sich in der Praxis erst noch zeigen miissen, wie effek-
tiv das neue Regelungskonzept in seiner Gesamtheit tatsichlich ist — erste
Hinweise liefert hier sicherlich die ..Common Union Toolbox®, die einige
MaBnahmen des EU Chips Act vorwegnimmt.

In jedem Fall stellt aber allein die Notwendigkeit fiir die neue européische
Gesetzgebung zur Technologie-Souverinitit das Ergebnis eines bereits seit
Jahrzehnten wihrenden Technologieausverkaufs dar, der nun innerhalb we-
niger Jahre riickgdngig gemacht werden soll, nachdem die wirtschaftlichen
und politischen Folgen vor allem in den letzten zwei Jahren mehr als deut-
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10.8 Fazit und Ausblick

lich geworden sind. Ob dies tatsdchlich vornehmlich durch Gesetze, poli-
tische Strategien und Fordermittel méglich ist, wird sich zeigen. GATA-X
kann in diesem Zusammenhang durchaus als ein europiisches Projekt zi-
tiert werden, dessen angekiindigte Erfolge mit Blick auf die Erlangung von
Technologie-Souverinitit bislang weitgehend ausgeblieben sind.

Umso befremdlicher wirkt es, wenn die europiischen Dokumente zum
Chips Act von ,,globalen Fiihrungsrollen™ und ,,Quantenchips® sprechen, wo
doch zuvorderst und kurzfristig nur die Versorgungssicherheit mit Halblei-
terbauteilen gewdhrleistet werden soll. Langerfristig steht an dieser Stelle
die generelle Frage im Raum, inwieweit man technische Innovationen poli-
tisch triggern kann.

Noch ist das Gesetzgebungsverfahren zum EU Chips Act zwar nicht abge-
schlossen, aber der vorliegende Entwurt und sein Rahmenwerk geben schon
jetzt einen deutlichen Ausblick auf die Zukunft dieses Rechtsakts, der nach
seinem Inkrafttreten unmittelbar in allen europaischen Mitgliedstaaten gel-
ten wird.
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